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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）はんだ粉末と、（Ｂ）熱可塑性樹脂と、（Ｃ）有機酸と、（Ｄ）１分子内に１つ
以上の不飽和二重結合を有する重合性化合物と、（Ｅ）ラジカル重合開始剤と、を含有し
、前記（Ｅ）成分が、（Ｅ１）熱ラジカル重合開始剤および（Ｅ２）光ラジカル重合開始
剤を含有する樹脂組成物を、剥離フィルム上に塗布して塗布膜を形成する塗布工程と、
　前記塗布膜に、紫外線を照射する紫外線照射工程と、を備え、
　前記（Ｅ１）成分が、１，１，３，３－テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘ
キサノエート、およびｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエートからなる群から
選択される少なくとも１種であり、
　前記（Ｅ２）成分が、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン
、２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－
ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オン、および１－ヒドロキシシク
ロヘキシルフェニルケトンからなる群から選択される少なくとも１種である
　ことを特徴とする異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の異方性導電フィルムの製造方法において、
　前記塗布膜の厚みが、１０μｍ以上１２０μｍ以下である
　ことを特徴とする異方性導電フィルムの製造方法。
【請求項３】
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　請求項１または請求項２に記載の異方性導電フィルムの製造方法において、
　前記紫外線照射工程での紫外線の露光量は、１０ｍＪ／ｃｍ２以上３００ｍＪ／ｃｍ２

以下である
　ことを特徴とする異方性導電フィルムの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異方性導電フィルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フレキ基板（フレキシブル性を有する配線基板）とリジット基板（フレキシブル
性を有しない配線基板）との接続や、電子部品と配線基板との接続には、異方性導電接着
剤（異方性導電フィルム、異方性導電ペースト）を用いた接続方式が利用されている。例
えば、電子部品と配線基板とを接続する場合には、電極が形成された電子部品と、電極の
パターンが形成された配線基板との間に異方性導電接着剤を配置し、電子部品と配線基板
とを熱圧着して電気的接続を確保している。
【０００３】
　異方性導電接着剤としては、熱可塑性樹脂と、（メタ）アクリレート反応性希釈剤と、
ラジカル重合開始剤と、はんだ粉末と、活性剤とを含有する異方性導電ペーストが提案さ
れている（例えば、特許文献１）。電子部品と配線基板とを熱圧着させると、接続対象で
ある電子部品および配線基板の電極同士をはんだ接合することができ、これらの電極同士
の間での導電性が確保される。一方、電子部品の電極同士の間隙や配線基板の電極同士の
間隙では、樹脂成分内にはんだ粉末が埋設されたような状態となり、隣接電極間の絶縁性
が確保される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－０７７１０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のような異方性導電ペーストを用いた場合には、エポキシ樹脂などの
熱硬化性樹脂を用いた異方性導電フィルムと比較して、熱圧着時の温度を低温（例えば、
１８０℃以下）に設定できる。一方で、異方性導電ペーストは、塗布条件の管理が必要と
なるなど、異方性導電フィルムよりも取扱いが煩雑になる。そのため、特許文献１に記載
のような異方性導電ペーストと同等の性能を有する異方性導電フィルムが求められている
。
【０００６】
　そこで、本発明は、熱圧着時の温度が低温（例えば、１８０℃以下）の場合にも使用で
きる異方性導電フィルムを効率よく製造できる異方性導電フィルムの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決すべく、本発明は、以下のような異方性導電フィルムの製造方法を提供
するものである。
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法は、（Ａ）はんだ粉末と、（Ｂ）熱可塑性樹脂
と、（Ｃ）有機酸と、（Ｄ）１分子内に１つ以上の不飽和二重結合を有する重合性化合物
と、（Ｅ）ラジカル重合開始剤と、を含有し、前記（Ｅ）成分が、（Ｅ１）熱ラジカル重
合開始剤および（Ｅ２）光ラジカル重合開始剤を含有する樹脂組成物を、剥離フィルム上
に塗布して塗布膜を形成する塗布工程と、前記塗布膜に、紫外線を照射する紫外線照射工
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程と、を備えることを特徴とする方法である。
【０００８】
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法においては、前記塗布膜の厚みが、１０μｍ以
上１２０μｍ以下であることが好ましい。
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法においては、前記紫外線照射工程での紫外線の
露光量は、１０ｍＪ／ｃｍ２以上３００ｍＪ／ｃｍ２以下であることが好ましい。
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法においては、前記（Ｅ１）成分が、１，１，３
，３－テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、およびｔ－ブチルパ
ーオキシ－２－エチルヘキサノエートからなる群から選択される少なくとも１種であり、
前記（Ｅ２）成分が、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、
２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）－ベ
ンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オン、および１－ヒドロキシシクロ
ヘキシルフェニルケトンからなる群から選択される少なくとも１種であることが好ましい
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、熱圧着時の温度が低温（例えば、１８０℃以下）の場合にも使用でき
る異方性導電フィルムを効率よく製造できる異方性導電フィルムの製造方法を提供できる
。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法は、以下説明する樹脂組成物を用いる方法であ
る。まず、本発明に用いる樹脂組成物について説明する。
　［樹脂組成物］
　本発明に用いる樹脂組成物は、（Ａ）はんだ粉末、（Ｂ）熱可塑性樹脂、（Ｃ）有機酸
、（Ｄ）１分子内に１つ以上の不飽和二重結合を有する重合性化合物、および（Ｅ）ラジ
カル重合開始剤を含有するものである。
【００１１】
　［（Ａ）成分］
　本発明に用いる（Ａ）はんだ粉末は、２４０℃以下の融点を有することが好ましく、低
温プロセス化の観点からは、１８０℃以下の融点を有するものであることがより好ましい
。このはんだ粉末の融点が１８０℃を超えるものを用いる場合には、熱圧着時の温度が低
温（例えば、１８０℃以下）の場合に、はんだ粉末を溶融させることができない傾向にあ
る。また、このはんだ粉末の融点は、熱圧着時の温度を低くするという観点からは、１７
０℃以下であることが好ましく、１５０℃以下であることがより好ましい。
　また、このはんだ粉末は、環境への影響の観点から、鉛フリーはんだ粉末であることが
好ましい。ここで、鉛フリーはんだ粉末とは、鉛を添加しないはんだ金属または合金の粉
末のことをいう。ただし、鉛フリーはんだ粉末中に、不可避的不純物として鉛が存在する
ことは許容されるが、この場合に、鉛の量は、１００質量ｐｐｍ以下であることが好まし
い。
【００１２】
　前記（Ａ）成分は、スズ（Ｓｎ）、ビスマス（Ｂｉ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、アン
チモン（Ｓｂ）、インジウム（Ｉｎ）、亜鉛（Ｚｎ）、およびチタン（Ｔｉ）からなる群
から選択される少なくとも１種の金属からなる金属または合金であることが好ましい。例
えば、スズ基のはんだとしては、Ｓｎ－０．７Ｃｕなどのスズ－銅系；Ｓｎ－３．５Ａｇ
などのスズ－銀系；Ｓｎ－３．０Ａｇ－０．５Ｃｕ、Ｓｎ－３．５Ａｇ－０．７Ｃｕ、Ｓ
ｎ－１．０Ａｇ－０．７Ｃｕ、Ｓｎ－０．３Ａｇ－０．７Ｃｕなどのスズ－銀－銅系；Ｓ
ｎ－２．５Ａｇ－１．０Ｂｉ－０．５Ｃｕ、Ｓｎ－１．０Ａｇ－２．０Ｂｉ－０．５Ｃｕ
などのスズ－銀－ビスマス－銅系；Ｓｎ－３．５Ａｇ－０．５Ｂｉ－８．０Ｉｎなどのス
ズ－銀－ビスマス－インジウム系；Ｓｎ－１．０Ａｇ－０．７Ｃｕ－２．０Ｂｉ－０．２
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Ｉｎなどのスズ－銀－銅－ビスマス－インジウム系；Ｓｎ－５８Ｂｉなどのスズ－ビスマ
ス系；Ｓｎ－１．０Ａｇ－５８Ｂｉなどのスズ－銀－ビスマス系；Ｓｎ－５．０Ｓｂなど
のスズーアンチモン系；Ｓｎ－９Ｚｎなどのスズ－亜鉛系；Ｓｎ－８．０Ｚｎ－３．０Ｂ
ｉなどのスズ－亜鉛－ビスマス系；Ｓｎ－３０Ｉｎ－１２Ｓｂ－３Ｚｎなどのスズ－イン
ジウム－アンチモン－亜鉛系；Ｓｎ－５６Ｂｉ－４Ｔｉなどのスズ－ビスマス－チタン系
；Ｓｎ－３．５Ａｇ－４Ｔｉなどのスズ－銀－チタン系；Ｓｎ－５２Ｉｎなどのスズ－イ
ンジウム系などが挙げられる。インジウム基のはんだとしては、金属インジウムのインジ
ウム系；Ｉｎ－３．０Ａｇなどのインジウム－銀系が挙げられる。また、上記金属、合金
には更に微量成分として、上記の金属以外にも、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバル
ト（Ｃｏ）、モリブデン（Ｍｏ）、リン（Ｐ）、セリウム（Ｃｅ）、ゲルマニウム（Ｇｅ
）、シリコン（Ｓｉ）、ガリウム（Ｇａ）、アルミニウム（Ａｌ）、ニオブ（Ｎｂ）、バ
ナジウム（Ｖ）、カルシウム（Ｃａ）、マグネシウム（Ｍｇ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、
金（Ａｕ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、鉛（Ｐｂ）などを含有していてもよい
。これらの中でも、低融点特性の点からは、スズ－ビスマス系、スズ－銀－ビスマス系、
スズ－インジウム系、インジウム系、インジウム－銀系などがより好ましい。
【００１３】
　前記（Ａ）成分の平均粒子径は、通常１μｍ以上４０μｍ以下であるが、はんだ付けパ
ッドのピッチが狭い電子基板にも対応するという観点から、１μｍ以上２０μｍ以下であ
ることがより好ましく、２μｍ以上１５μｍ以下であることがさらにより好ましく、３μ
ｍ以上１２μｍ以下であることが特に好ましい。なお、平均粒子径は、動的光散乱式の粒
子径測定装置により測定できる。
【００１４】
　前記（Ａ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、１５質量％以上４０質
量％以下であることが好ましく、１７質量％以上３０質量％以下であることがより好まし
く、１８質量％以上２５質量％以下であることが特に好ましい。（Ａ）成分の配合量が前
記下限以上であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度や導電性を十分に向上でき
る。他方、（Ａ）成分の配合量が前記上限以下であれば、得られる異方性導電フィルムの
絶縁性を十分に向上できる。
【００１５】
　［（Ｂ）成分］
　本発明に用いる（Ｂ）熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエステル樹脂、ポリウレタ
ン樹脂、ポリエステルウレタン樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイ
ミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、フ
ェノキシ樹脂、ポリヒドロキシポリエーテル樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂、ブ
タジエン樹脂、アクリロニトリル・ブタジエン共重合体、アクリロニトリル・ブタジエン
・スチレン共重合体、スチレン・ブタジエン共重合体、およびアクリル酸共重合体が挙げ
られる。これらの熱可塑性樹脂は、飽和物であってもよく、不飽和物であってもよい。ま
た、これらの熱可塑性樹脂は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよ
い。また、これらの熱可塑性樹脂の中でも、得られる異方性導電フィルムの接着強度の観
点から、飽和ポリエステル樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノキシ樹脂が好ましい。
【００１６】
　前記熱可塑性樹脂の重量平均分子量は、熱可塑性樹脂の流動性の観点から、０．２万～
５０万であることが好ましく、０．３万～２５万であることがより好ましく、０．４万～
１０万であることが更に好ましく、０．５万～８万であることが特に好ましい。なお、本
明細書において、重量平均分子量とは、ゲルパーミュエーションクロマトグラフィーで測
定し、標準ポリスチレン検量線を用いて換算した値を示す。
【００１７】
　前記（Ｂ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、８質量％以上３５質量
％以下であることが好ましく、１０質量％以上３０質量％以下であることがより好ましく
、１２質量％以上２５質量％以下であることが特に好ましい。（Ｂ）成分の配合量が前記
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下限以上であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度を十分に向上できる。他方、
（Ｂ）成分の配合量が前記上限以下であれば、得られる樹脂組成物の塗布性を十分に向上
できる。
【００１８】
　［（Ｃ）成分］
　本発明に用いる（Ｃ）有機酸としては、モノカルボン酸、およびジカルボン酸などが挙
げられる。この（Ｃ）成分により、はんだ粉末の表面を活性化できる。また、この（Ｃ）
成分としては、活性作用の観点から、融点１５０℃以下のモノカルボン酸およびジカルボ
ン酸を用いることが好ましい。
　前記有機酸としては、公知の有機酸を適宜用いることができる。このような有機酸の中
でも、保管中において結晶の析出が起こりにくいという観点から、アルキレン基を有する
二塩基酸を用いることが好ましい。このようなアルキレン基を有する二塩基酸としては、
例えば、グルタル酸、アジピン酸、２，５－ジエチルアジピン酸、２，４－ジエチルグル
タル酸、２，２－ジエチルグルタル酸、３－メチルグルタル酸、２－エチル－３－プロピ
ルグルタル酸、およびセバシン酸が挙げられる。これらの中でも、絶縁性の観点から、グ
ルタル酸が特に好ましい。
【００１９】
　前記（Ｃ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、０．２質量％以上１０
質量％以下であることが好ましく、０．５質量％以上７質量％以下であることがより好ま
しく、１質量％以上４質量％以下であることが特に好ましい。（Ｃ）成分の配合量が前記
下限以上であれば、はんだ粉末の表面への活性作用を十分に向上できる。他方、（Ｃ）成
分の配合量が前記上限以下であれば、得られる異方性導電フィルムの絶縁性や耐湿性を十
分に向上できる。
【００２０】
　［（Ｄ）成分］
　本発明に用いる（Ｄ）重合性化合物は、１分子内に１つ以上の不飽和二重結合を有する
ものであり、具体的には、（Ｄ１）１分子中に２つ以上の不飽和二重結合を有するラジカ
ル重合性樹脂や、（Ｄ２）１分子内に１つの不飽和二重結合を有する反応性希釈剤である
。この（Ｄ）成分としては、得られる異方性導電フィルムの接着強度および樹脂組成物の
塗布性のバランスの観点から、前記（Ｄ１）成分および前記（Ｄ２）成分の両方を含有す
ることが好ましい。
【００２１】
　前記（Ｄ１）ラジカル重合性樹脂は、１分子内に２つ以上の不飽和二重結合を有する樹
脂である。この（Ｄ１）成分としては、例えば、重量平均分子量が８００以上で、２つ以
上の（メタ）アクリロイル基を有するラジカル重合性樹脂である。前記（Ｄ１）成分を適
量添加することにより、得られる異方性導電フィルムの接着強度を向上できる傾向にある
。前記（Ｄ１）成分としては、例えば、ウレタンアクリレート樹脂、エポキシアクリレー
ト樹脂、およびシリコンアクリレート樹脂が挙げられる。これらは１種を単独で用いても
よく、２種以上を混合して用いてもよい。
　前記（Ｄ１）成分の重量平均分子量は、１０００以上１００００以下であることが好ま
しく、１２００以上５０００以下であることがより好ましい。
【００２２】
　前記（Ｄ１）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、５質量％以上６０質
量％以下であることが好ましく、１０質量％以上５０質量％以下であることがより好まし
く、１５質量％以上４０質量％以下であることが特に好ましい。（Ｄ１）成分の配合量が
前記下限以上であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度を十分に向上できる。他
方、（Ｄ１）成分の配合量が前記上限以下であれば、得られる樹脂組成物の塗布性を十分
に向上できる。
【００２３】
　前記（Ｄ２）反応性希釈剤は、１分子内に１つの不飽和二重結合を有する反応性希釈剤
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である。この（Ｄ２）成分は、常温（２５℃）において液体であり、かつ熱可塑性樹脂な
どを溶解させることができるものである。前記（Ｄ２）成分としては、例えば、２－ヒド
ロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ
）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチ
ル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）
アクリレート、メトキシジエチレングリコール（メタ）アクリレート、メトキシトリエチ
レングリコール（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソ
デシル（メタ）アクリレート、ｎ－ラウリル（メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）
アクリレート、ｎ－ステアリル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレ
ート、ベンジル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒ
ドロキシエチル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、および（メ
タ）アクリロイルモルフォリンが挙げられる。これらの反応性希釈剤は１種を単独で用い
てもよく、２種以上を混合して用いてもよい。また、これらの反応性希釈剤の中でも、熱
可塑性樹脂などの溶解性や接着強度の観点からは、テトラヒドロフルフリルアクリレート
が好ましい。
【００２４】
　前記（Ｄ２）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、１５質量％以上５５
質量％以下であることが好ましく、２０質量％以上５０質量％以下であることがより好ま
しく、２５質量％以上４０質量％以下であることが特に好ましい。（Ｄ２）成分の配合量
が前記下限以上であれば、得られる樹脂組成物の塗布性を十分に向上できる。他方、（Ｄ
２）成分の配合量が前記上限以下であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度を十
分に向上できる。
【００２５】
　前記（Ｄ）成分の配合量（（Ｄ１）成分および（Ｄ２）成分の合計の配合量）は、得ら
れる異方性導電フィルムの接着強度および樹脂組成物の塗布性のバランスの観点から、樹
脂組成物１００質量％に対して、１０質量％以上７０質量％以下であることが好ましく、
１５質量％以上６０質量％以下であることがより好ましく、２０質量％以上５５質量％以
下であることが特に好ましい。
【００２６】
　［（Ｅ）成分］
　本発明に用いる（Ｅ）ラジカル重合開始剤は、前記（Ｄ）成分などにおける不飽和二重
結合のラジカル重合を開始させるためのものである。この（Ｅ）成分は、（Ｅ１）熱ラジ
カル重合開始剤および（Ｅ２）光ラジカル重合開始剤を含有することが必要である。
　前記（Ｅ１）熱ラジカル重合開始剤としては、例えば、ケトンパーオキサイド類、ジア
シルパーオキサイド類、ハイドロパーオキサイド類、ジアルキルパーオキサイド類、パー
オキシケタール類、アルキルパーエステル類、およびパーカーボネート類などの有機過酸
化物が挙げられる。これらの熱ラジカル重合開始剤は１種を単独で用いてもよく、２種以
上を混合して用いてもよい。また、これらの熱ラジカル重合開始剤の中でも、反応性と安
定性とのバランスの観点から、ハイドロパーオキサイド類が好ましく、１，１，３，３－
テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、ｔ－ブチルパーオキシ－２
－エチルヘキサノエートがより好ましい。
【００２７】
　前記（Ｅ２）光ラジカル重合開始剤としては、例えば、オキシム系開始剤、ベンゾイン
、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエー
テル、ベンゾイン－ｎ－ブチルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、アセトフェノ
ン、ジメチルアミノアセトフェノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン
、２，２－ジエトキシ－２－フェニルアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１
－フェニルプロパン－１－オン、２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－
２－メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オ
ン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－１－〔４－（メチルチ
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オ）フェニル〕－２－モルフォリノ－プロパン－１－オン、４－（２－ヒドロキシエトキ
シ）フェニル－２－（ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン、ベンゾフェノン、ｐ－フェニ
ルベンゾフェノン、４，４′－ジエチルアミノベンゾフェノン、ジクロルベンゾフェノン
、２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、２－ターシャリーブチルアン
トラキノン、２－アミノアントラキノン、２－メチルチオキサントン、２－エチルチオキ
サントン、２－クロルチオキサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジエ
チルチオキサントン、ベンジルジメチルケタール、アセトフェノンジメチルケタール、お
よびＰ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステルが挙げられる。これらの光ラジカル重合
開始剤は１種を単独で用いてもよく、２種以上を混合して用いてもよい。これらの光ラジ
カル重合開始剤の中でも、表面硬化性の観点から、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フ
ェニルプロパン－１－オン、２－ヒドロキシ－１－〔４－［４－（２－ヒドロキシ－２－
メチル－プロピオニル）－ベンジル］－フェニル〕－２－メチル－プロパン－１－オン、
および１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトンが好ましい。
【００２８】
　また、樹脂組成物の塗布膜への紫外線照射によるＢステージ化と、Ｂステージ状態の異
方性導電フィルムの接着強度などの諸特性とのバランスの観点から、前記（Ｅ１）成分と
前記（Ｅ２）成分との質量比（（Ｅ１）／（Ｅ２））は、１／１０以上１０／１以下であ
ることが好ましく、１／４以上４／１以下であることがより好ましく、１／２以上２／１
以下であることが特に好ましい。
　なお、本発明において、Ｂステージとは、樹脂組成物の反応の中間的な段階であって、
材料は加熱により軟化して膨張するが、ある種の液体と接触しても、完全には溶融または
溶解しない段階のことをいう。
【００２９】
　前記（Ｅ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、０．１質量％以上８質
量％以下であることが好ましく、０．５質量％以上６質量％以下であることがより好まし
く、１質量％以上５質量％以下であることが特に好ましい。（Ｅ）成分の配合量が前記下
限以上であれば、ラジカル重合における反応性を十分に向上できる。他方、（Ｅ）成分の
配合量が前記上限以下であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度を十分に向上で
きる。
【００３０】
　また、本発明に用いる樹脂組成物は、前記（Ａ）成分～前記（Ｅ）成分の他に、（Ｆ）
有機フィラー、（Ｇ）チクソ剤をさらに含有してもよい。
【００３１】
　［（Ｆ）成分］
　本発明に用いる（Ｆ）有機フィラーとしては、公知の有機フィラーを適宜用いることが
できる。このような有機フィラーとしては、例えば、アクリル系有機フィラー、シリコー
ン系フィラー、スチレン系有機フィラーが挙げられる。これらの中でも、得られる異方性
導電フィルムの接合強度をほとんど低下させずに、フロー性を向上させることができると
いう観点から、コアシェル構造を有する（メタ）アクリル系重合体微粒子が好ましい。こ
のコアシェル構造を有する（メタ）アクリル系重合体微粒子は、コア層およびシェル層を
有する微粒子であって、コア層およびシェル層がともに（メタ）アクリル系重合体からな
るものである。このコアシェル構造を有する（メタ）アクリル系重合体微粒子としては、
適宜公知のものを用いることができる。また、この（メタ）アクリル系重合体は、アクリ
ル基およびメタクリル基のうちの少なくとも一方の基を有する（メタ）アクリル系単量体
を含む単量体成分を重合させて得られるものである。この（メタ）アクリル系重合体は、
単独重合体であってもよく、共重合体であってもよい。
【００３２】
　前記（Ｆ）成分の平均一次粒子径は、０．１μｍ以上５μｍ以下であることが好ましく
、０．３μｍ以上２μｍ以下であることがより好ましい。なお、平均粒子径は、動的光散
乱式の粒子径測定装置により測定できる。
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　前記（Ｆ）成分の比重は、０．８ｇ／ｃｍ３以上１．４ｇ／ｃｍ３以下であることが好
ましく、０．９ｇ／ｃｍ３以上１．２ｇ／ｃｍ３以下であることがより好ましい。なお、
比重は、ＪＩＳ－Ｋ００６１の記載に準拠する方法より測定できる。
　前記（Ｆ）成分のシェル層の軟化点は、６０℃以上１５０℃以下であることが好ましく
、７５℃以上１２０℃以下であることがより好ましい。なお、軟化点は、熱機械分析（Ｔ
ＭＡ）装置により測定できる。
【００３３】
　前記（Ｆ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、３質量％以上１８質量
％以下であることが好ましく、５質量％以上１５質量％以下であることがより好ましく、
７質量％以上１２質量％以下であることが特に好ましい。（Ｆ）成分の配合量が前記下限
以上であれば、（Ｆ）成分の添加による効果が得られる。他方、（Ｆ）成分の配合量が前
記上限以下であれば、得られる異方性導電フィルムの接着強度を十分に向上できる。
【００３４】
　［（Ｇ）成分］
　本発明に用いる（Ｇ）チクソ剤としては、公知のチクソ剤を適宜用いることができる。
このようなチクソ剤としては、例えば、脂肪酸アマイド、水添ヒマシ油、オレフィン系ワ
ックス、およびアモルファスシリカなどが挙げられる。これらの中でも、脂肪酸アマイド
、アモルファスシリカが好ましく、特に、得られる異方性導電フィルムのにじみにくさの
観点からは、アモルファスシリカが好ましい。アモルファスシリカとしては、アエロジル
Ｒ９７４、およびアエロジル２００などが挙げられる。
　前記（Ｇ）成分の配合量は、樹脂組成物１００質量％に対して、０．５質量％以上４質
量％以下であることが好ましい。（Ｇ）成分の配合量が前記下限以上であれば、チクソ性
付与の効果が得られる。他方、（Ｇ）成分の配合量が前記上限以下であれば、得られる異
方性導電フィルムを硬化させた際の泡残りの発生を十分に抑制できる。
【００３５】
　本発明に用いる樹脂組成物は、必要に応じて、前記（Ａ）成分～前記（Ｇ）成分の他に
、前記（Ｄ２）成分以外の希釈剤、前記（Ｃ）成分以外の活性剤、界面活性剤、消泡剤、
粉末表面処理剤、反応抑制剤、沈降防止剤などの添加剤を含有していてもよい。これらの
添加剤の配合量は、本発明の効果を阻害しない範囲であればよく、樹脂組成物１００質量
％に対して、０．０１質量％以上１０質量％以下であることが好ましく、０．０５質量％
以上５質量％以下であることがより好ましい。
　また、本発明に用いる樹脂組成物は、前記（Ａ）成分～前記（Ｅ）成分などを前記の所
定の割合で配合し、撹拌混合することで製造できる。
【００３６】
　［異方性導電フィルムの製造方法］
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法は、以下説明する塗布工程および紫外線照射工
程を備える方法である。
　塗布工程においては、樹脂組成物を、剥離フィルム上に塗布して塗布膜を形成する。
　ここで用いる塗布装置としては、例えば、カーテンコーター、スプレーコーター、バー
コーター、アプリケーター、スクリーン印刷機、メタルマスク印刷機、ダイコーター、リ
ップコーター、コンマコーター、およびグラビアコーターが挙げられる。
　剥離フィルムとしては、公知の剥離フィルムを適宜用いることができ、ポリエチレンテ
レフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）、およびポリブチレンテレフタレートフィルム
（ＰＢＴフィルム）などを用いることができる。
　塗布膜の厚みは、特に限定されないが、１０μｍ以上１２０μｍ以下であることが好ま
しく、４０μｍ以上１００μｍ以下であることがより好ましい。
【００３７】
　紫外線照射工程においては、前記塗布膜に紫外線を照射する。
　ここで、紫外線の露光量は、１０ｍＪ／ｃｍ２以上３００ｍＪ／ｃｍ２以下であること
が好ましく、２０ｍＪ／ｃｍ２以上２００ｍＪ／ｃｍ２以下であることがより好ましく、
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５０ｍＪ／ｃｍ２以上１５０ｍＪ／ｃｍ２以下であることが特に好ましい。露光量が前記
範囲内であれば、異方性導電フィルムのべた付きを十分に抑制でき、かつ異方性導電フィ
ルムの接着強度を確保できる。
　この紫外線照射工程により、前記樹脂組成物をＢステージ状態とすることができる。
　紫外線照射工程後の塗布膜の厚みは、特に限定されないが、１０μｍ以上１２０μｍ以
下であることが好ましく、４０μｍ以上１００μｍ以下であることがより好ましい。厚み
が前記下限以下であれば、リジット基板の電極上にフレキ基板を搭載した際の付着力を十
分に向上できる。他方、厚みが前記上限以下であれば、接続部分以外にも接着剤がはみ出
すことを十分に抑制できる。
【００３８】
　［プリント配線基板］
　次に、本発明で得られる異方性導電フィルムを用いたプリント配線基板について説明す
る。
　ここでは、異方性導電フィルムを用いて、リジット基板およびフレキ基板の電極同士を
接続する場合を例に挙げて説明する。
　このようにリジット基板およびフレキ基板の電極同士を接続する方法としては、以下説
明する貼付工程および熱圧着工程を備える方法を採用できる。
【００３９】
　貼付工程においては、前記リジット基板上に前記異方性導電フィルムを貼り付ける。
　この貼付工程で用いる装置としては、公知のラミネート装置を用いることができる。
　ここで、貼付時の温度は、特に限定されないが、４０℃以上１１０℃以下であることが
好ましく、６０℃以上９０℃以下であることがより好ましい。
　貼付時の圧力は、特に限定されないが、０．５ＭＰａ以上１．５ＭＰａ以下であること
が好ましい。
　貼付時の時間は、特に限定されないが、１秒間以上２秒間以下であることが好ましい。
【００４０】
　熱圧着工程においては、前記異方性導電フィルム上に前記フレキ基板を配置し、前記は
んだ粉末の融点よりも１℃以上（好ましくは１０℃以上）高い温度で、前記フレキ基板を
前記リジット基板に熱圧着する。
　熱圧着時の温度が、前記はんだ粉末の融点よりも１℃以上高いという条件を満たす場合
には、はんだを十分に溶融させることができ、フレキ基板およびリジット基板の間に十分
なはんだ接合を形成でき、フレキ基板およびリジット基板の間の導電性を十分に向上でき
る。
　熱圧着時の温度は、１３０℃以上２００℃以下とすることが好ましく、１４０℃以上１
８０℃以下とすることがより好ましい。
　熱圧着時の圧力は、特に限定されないが、０．０５ＭＰａ以上３ＭＰａ以下とすること
が好ましく、０．１ＭＰａ以上２ＭＰａ以下とすることがより好ましい。圧力が前記下限
以上であれば、リジット基板およびフレキ基板の間に十分なはんだ接合を形成でき、リジ
ット基板およびフレキ基板の間の導電性を十分に向上できる。他方、圧力が前記上限以下
であれば、リジット基板にストレスがかかり過ぎることはなく、デッドスペースはそれほ
ど広くとらなくてもよい。
　なお、本発明においては、上記のように、熱圧着時の圧力を、従来の導電性フィラー系
の異方性導電フィルムを用いる方法による場合と比較して、低い圧力範囲に設定すること
ができる。そのため、熱圧着工程に用いる装置の低コスト化を達成することもできる。
　熱圧着時の時間は、特に限定されないが、通常、１秒以上６０秒以下であり、２秒以上
２０秒以下であることが好ましく、３秒以上１０秒以下であることがより好ましい。
【００４１】
　また、本発明で得られる異方性導電フィルムを用いた接続方法は、前記接続方法に限定
されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良などは本発明に含ま
れるものである。
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　例えば、前記接続方法では、熱圧着工程により、リジット基板とフレキ基板とを接着し
ているが、これに限定されない。例えば、熱圧着工程に代えて、レーザー光を用いて異方
性導電フィルムを加熱する工程（レーザー加熱工程）により、リジット基板とフレキ基板
とを接着してもよい。この場合、レーザー光源としては、特に限定されず、金属の吸収帯
に合わせた波長に応じて適宜採用できる。レーザー光源としては、例えば、固体レーザー
（ルビー、ガラス、ＹＡＧなど）、半導体レーザー（ＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓＰなど）、
液体レーザー（色素など）および気体レーザー（Ｈｅ－Ｎｅ、Ａｒ、ＣＯ２、エキシマー
など）が挙げられる。
【実施例】
【００４２】
　次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってな
んら限定されるものではない。なお、実施例および比較例にて用いた材料を以下に示す。
（（Ａ）成分）
導電性粒子：はんだ粉末、平均粒子径は１２μｍ、はんだの融点は１３９℃、はんだの組
成は４２Ｓｎ／５８Ｂｉ
（（Ｂ）成分）
熱可塑性樹脂：フェノキシ樹脂、軟化点は７０℃、重量平均分子量は５０，０００～６０
，０００、商品名「フェノトートＹＰ－７０」、新日鐵住金化学社製
（（Ｃ）成分）
有機酸：グルタル酸（１，３－プロパンジカルボン酸）
（（Ｄ１）成分）
ラジカル重合性樹脂：ウレタンアクリレート樹脂、商品名「アロニックスＭ－１２００」
、東亞合成社製
（（Ｄ２）成分）
反応性希釈剤：テトラヒドロフルフリルアクリレート、商品名「ビスコート♯１５０」、
大阪有機化学工業社製
（（Ｅ１）成分）
熱ラジカル重合開始剤：１，１，３，３－テトラメチルブチルパーオキシ－２－エチルヘ
キサノエート、商品名「パーオクタＯ」、日油社製
（（Ｅ２）成分）
光ラジカル重合開始剤：２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン
、商品名「イルガキュア１１７３」、ＢＡＳＦ社製
（（Ｆ）成分）
有機フィラー：アクリル酸アルキル・メタクリル酸アルキル共重合体微粒子、平均一次粒
子径は０．５μｍ、比重は１．１～１．２ｇ／ｃｍ３、コア層の軟化点は約－４０℃、シ
ェル層の軟化点は１００～１０５℃、商品名「スタフィロイドＡＣ―４０３０」、アイカ
工業社製
（（Ｇ）成分）
チクソ剤：アモルファスシリカ、商品名「ＡＥＲＯＳＩＬ　Ｒ９７４」、日本アエロジル
社製
【００４３】
　［実施例１］
　熱可塑性樹脂１５質量部および反応性希釈剤３０質量部を容器に投入し、熱可塑性樹脂
を反応性希釈剤に溶解させる。その後、ラジカル重合性樹脂２０質量部、有機酸１質量部
、有機フィラー１０質量部およびチクソ剤２質量部を容器に投入し、攪拌機にて予備混合
した後、３本ロールを用いて室温にて混合し分散させて樹脂組成物を得た。
　その後、得られた樹脂組成物７８質量部に対し、熱ラジカル重合開始剤２質量部、光ラ
ジカル重合開始剤２質量部および導電性粒子２０質量部を容器に投入し、混練機にて２時
間混合することで樹脂組成物を調製した。
　次に、得られた樹脂組成物を離型ＰＥＴフィルム上にスクリーン印刷で塗布して、塗布
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膜（厚み：８０μｍ）を形成した。この塗布膜に、露光量１００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線（
ランプ：メタルハライド７ｋＷ）を照射して、異方性導電フィルム（フィルムの厚み：０
．２ｍｍ）を作製した。
　次いで、リジット基板（基材：ＦＲ－４、ライン幅：１００μｍ、ピッチ：２００μｍ
、銅厚：１８μｍ、電極：金めっき処理有り）を準備し、リジット基板の櫛形電極上に、
得られた異方性導電フィルム（フィルムの厚み：０．２ｍｍ）を貼付した。そして、この
異方性導電フィルム上に、フレキ基板（基材：ポリイミド、ライン幅：１００μｍ、ピッ
チ：２００μｍ、銅厚：１２μｍ、電極：金めっき処理有り）を配置し、熱圧着装置（ア
ドバンセル社製）を用いて、温度１６０℃、圧力１．０ＭＰａ、圧着時間６秒の条件で、
フレキ基板をリジット基板に熱圧着して、フレキ基板付のリジット基板（評価基板）を作
製した。
【００４４】
　［参考例１］
　熱可塑性樹脂１５質量部および反応性希釈剤３０質量部を容器に投入し、熱可塑性樹脂
を反応性希釈剤に溶解させる。その後、ラジカル重合性樹脂２０質量部、有機酸１質量部
、有機フィラー１０質量部およびチクソ剤２質量部を容器に投入し、攪拌機にて予備混合
した後、３本ロールを用いて室温にて混合し分散させて樹脂組成物を得た。
　その後、得られた樹脂組成物７８質量部に対し、熱ラジカル重合開始剤２質量部および
導電性粒子２０質量部を容器に投入し、混練機にて２時間混合することで異方性導電ペー
ストを調製した。
　次に、リジット基板（基材：ＦＲ－４、ライン幅：１００μｍ、ピッチ：２００μｍ、
銅厚：１８μｍ、電極：金めっき処理有り）を準備し、リジット基板の櫛形電極上に、得
られた異方性導電ペーストをディスペンサーにて塗布した（塗布厚み：０．２ｍｍ）。そ
して、塗布後の異方性導電ペースト上に、フレキ基板（基材：ポリイミド、ライン幅：１
００μｍ、ピッチ：２００μｍ、銅厚：１２μｍ、電極：金めっき処理有り）を配置し、
熱圧着装置（アドバンセル社製）を用いて、温度１６０℃、圧力１．０ＭＰａ、圧着時間
６秒の条件で、フレキ基板をリジット基板に熱圧着して、フレキ基板付のリジット基板（
評価基板）を作製した。
【００４５】
　＜異方性導電接着剤の評価＞
　異方性導電接着剤（異方性導電フィルムおよび異方性導電ペースト）の評価（ボイド、
接着強度、導通性）を以下のような方法で行った。得られた結果を表１に示す。
（１）ボイド
　評価基板を、顕微鏡を用いてフレキ基板側から電極間の状態を観察し、ボイドの発生状
態を確認した。なお、ボイドは、以下の基準に従って評価した。
○：ボイドが全く存在していない。
△：ボイドが数個（１０個以下）存在している。
×：ボイドが多数存在している。
（２）接着強度（ピール強度）
　試験機（Ｄａｇｅ社製の「Ｄａｇｅ４０００」）を用い、評価基板におけるリジット基
板に対するフレキ基板の角度が９０度となるようにして、フレキ基板を試験速度５０ｍｍ
／ｍｉｎで引っ張り、そのときのピール強度（単位：Ｎ／ｍｍ）を測定した。そして、接
着強度は、以下の基準に従って評価した。
○：ピール強度が０．８Ｎ／ｍｍ以上である。
△：ピール強度が０．６Ｎ／ｍｍ以上０．８Ｎ／ｍｍ未満である。
×：ピール強度が０．６Ｎ／ｍｍ未満である。
（３）導通性
　デジタルマルチメーター（Ａｇｉｌｅｎｔ社製）を用いて、４端子法にて評価基板に電
流１ｍＡを流した時の接続抵抗（ｍΩ）を測定した。そして、導通性は、以下の基準に従
って評価した。
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△：接続抵抗値が５ｍΩ以上１０ｍΩ未満である。
×：接続抵抗値が１０ｍΩ以上である。
【００４６】
【表１】

【００４７】
　表１に示す結果からも明らかなように、本発明の異方性導電フィルムを用いた場合（実
施例１）には、熱圧着時の温度が低温（１６０℃）の場合にも使用できることが確認され
た。すなわち、接着強度および導通性については、低温硬化タイプの異方性導電ペースト
を用いた場合（参考例１）と同等であった。また、ボイドについては、低温硬化タイプの
異方性導電ペーストを用いた場合（参考例１）よりも良好であった。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の異方性導電フィルムの製造方法で得られる異方性導電フィルムは、配線基板同
士（例えば、フレキ基板とリジット基板）を接続する技術や、電子部品と配線基板とを接
続する技術として好適に用いることができる。
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